CAE Forum 2023

Vypocéetnimi simulacemi k chytrym vyrobkUum a rychlejsi produkci

Praha:

14.-15. 9. 2023

Spoleénost TechSim Engineering - Solution Partner spoleénosti SIEMENS, Vds zve
na 8. roénik odborné konference CAE Forum 2023 zaméfené na posledni trendy
z oblasti vypoéetnich simulaci a digitdini transformace prumyslu. Konference
bude tradiéné dvoudenni, kdy prvni den bude zaméfen na CAE simulace a
druhy den vénujeme uplatnéni simulaci pii vyvoji loT vyrobky a zrychleni a
zefektivnéni vyroby s vyuZitim aditivnich technologii a automatizace vyrobnich

procesu.

Ctvrtek 14.9.

08:00 - 09:00 Registrace UCastnikd

09:00 - 09:10 Zahdjeni konference

09:10 - 10:40 Sekce hlavnich predndasek

10:40 - 11:00 Prestdvka

11:00 - 12:20 Sekce strukturdlnich a multifyzikdlnich analyz

12:20-13:20 Obéd

13:20 - 14:00 Prispévky sponzord z oblasti vypocetnino HW

14:00 - 15:00 Sekce CFD analyz a optimalizace |

15:00 - 15:20 Prestdvka

15:20 - 17:00 Sekce Systémovych analyz a redukovanych FMI a FMU
modelu s vyuZitim Al

19:00 Spolecensky vecer
Patek 15.9.

08:00 - 09:00 Registrace UCastnikd

09:00 - 10:40 Jak na chytré vyrobky
Nebojte se elektroniky - Principy loT, jaky pouzit HW a jak
sprdvné programovat
Propojeni se systémovymi simulacemi

10:40 - 11:00 Prestavka

11:00 - 12:40 Sekce Aditivni vyroba a vypocetni simulace
Jak na kalibraci vypoc&etnich simulaci a efektivni vyuZziti
optimalizaénich postupd
Tisk kovU, jeho Uskali a moznd ndhrada vysokopevnostnimi
plasty

12:40 - 13:00 Ukonceni konference - DISKUSE

13:00 Obéd

TechSim Engineering zajistuje komplexni vypocetni servis pfi dimenzovdani, ndvrhu a optimalizaci strojnich casti a

zafizeni i samotny vyvoj prototypd. Pouzivime $pickovy vypocetni software v oblasti FEA, CFD, ELMAG a

multidisciplindrnich analyz. Jsme partnerem a dodavatelem softwaru a méficino hardwaru od spolecnosti Siemens

Industry Software. Zajistujieme kompletni inzenyrské feseni v oblasti digitalizace a automatizace vyroby. Aktivné

spolupracujeme s fadou klicovych spolecnosti v oblasti automobilové, dopravni a strojirenské techniky,

turbindiském a energetickém promyslu.

SIEMENS

Park Holiday Congress & Wellness Hotel, Praha - Benice

Vypocetni simulace a vyuZitim prvku umélé

inteligence

Redukované modely a neuronové sité
1D/3D simulace systému

Integrace multifyzikdlnich vypoé&tu

Vypocetni simulace pfi optimalizaci

vyrobnich procesu

Aditivni vyroba - kalibrace a tvarova a

topologicka optimalizace
Virtudlni testovani Sil a Hil
Zavadéni loT systému do vyrobku

Zpracovani provoznich dat a jejich vyuiziti
pii vypoétech - Digitdlni dvojce
Procesni a nedestruktivni testovani a

automatizace kontroly kvality

Zaregistrovat se mizete prostrednictvim tohoto

odkazu. Vyuzijte moznost early-bird registrace
za zvyhodnénou cenu do 15.07.2022.

Registraéni poplatek na celou konferenci je 7.600 K&
vcetné DPH. Na prvni den konference ¢ini 6.200 K& a
na druhy den 3. 000 K&. Pro studenty a akademické
pracovniky je snizeny o 10 % a zahrnuje materidly,
sbornik konference a obc&erstveni. Fakturu na
registracni poplatek zasleme automaticky do 14 dni.

Parkovdni v podzemnich gardzich po dobu
konference v cené. Pfizdjmu o ubytovdni vyberte ve
formuldii termin a zvolte obsazenost pokoje. Cena pro
Ucastniky konference je 2.500 K&/noc pfi obsazenosti
jedné osoby a 3.100 K&/noc pfi obsazenosti dvéma
osobami.

Registraci provedte nejpozdéji do pdtku 8. 9. 2023.
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https://www.techsim.cz/konference/cae-forum/

